PODZESPOVLY

Szalenistwo miniaturyzacji
wymusza na producentach
uktadéw scalonych coraz
wiekszq integracje funkcjonalnag
i coraz wiekszq gestosé
upakowania produkowanych
ukladow. Jednym
z najnowszych sposobow
zaspokojenia tych wymagan
jest budowanie uktadow
scalonych jako
wielowarstwowych ,kanapek*”
Jeden z takich nowatorskich
pomystéw przedstawiamy

w artykule.

Fot. 1.

Kilka miesiecy temu pisalismy
o wdrozeniu do produkcji przez fir-
me Infineon nowej technologii pro-
dukcji pamieci péiprzewodnikowych,
ktéra polega na laczeniu w jednej
obudowie kilku struktur (ulozonych
jedna na drugiej - fot. 1), dzieki cze-
mu mozna uzyskaé¢ bardzo duza ges-
to¢ upakowania informacji na jed-

Fot. 2. Sposdb rozbudowy pamie-
ci metodqg Chip-on-Chip za po-
mocg ftechnologii opracowanej

w firmie SimpleTech IC Tower
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Technologia
przestrzennego

rozszerzania

Pamieci warstwowe opracowane przez firme Infineon

nostke objetosci. Podobna technologie
dla kompletnych (obudowanych)
uktadéw scalonych wdrozyta niedaw-
no firma SimpleTech Inc., ktérej po-
myslowa propozycje montazu Chip-
on-Chip przedstawiamy w artykule.

Na czym polega technologia
Chip-on-Chip?

Jest to technologia warstwowego
montazu uktadéw scalonych, umoz-
liwiajaca osiagniecie duzej gesto-
$ci upakowania informacji prze-
chowywanych w pamieci na
jednostke objetosci. Jest to jed-
na z najprostszych metod
zwiekszenia gestosci upakowania
pamieci, pozwalajaca na stosun-
kowo tanie powiekszanie pojemnos-
ci moduléw pamieciowych i- co
bardzo wazne - mozna do tego celu
wykorzysta¢ uklady scalone w stan-
dardowych obudowach.

pojemnos$ci
pamieci

W aplikacjach najcze$ciej sa stoso-
wane techniki podwéjnego (fot. 2)
lub potréjnego warstwowania Chip-
on-Chip. Taka technika montazu jest
stosowana w modulach pamieci ty-
pu DRAM, Flash oraz SRAM, przy
czym zalecana obudowa ukladéw
scalonych jest TSSOP. Charakteryzu-
ja sie one niewielka gruboscia, dzie-
ki czemu montaz warstwowy trzech
ukladéw - jeden na drugim - nie po-
woduje naruszenia norm JEDEC do-
tyczacych maksymalnych wymiaréw.

Pomimo prostoty, pomyst nie jest
wolny od wad, do ktérych trzeba
zaliczy¢:

- nieunikonione problemy z odpro-
wadzaniem ciepla. Zanikaja one,
jezeli komputer lub inne urzadze-
nie, w ktérym modul pamieci be-
dzie instalowany, ma poprawnie
(zgodnie z normami) zaprojektowa-
ny system chlodzenia.

- potencjalnie wieksza podatnos$é na
uszkodzenia nietypowo montowa-
nych ukladéw. Producent w cyklu
technologicznym przewidziat pro-
cedure weryfikacyjna, praktycznie
likwidujaca ten problem. W wiek-
szoSci dostepnych obecnie modu-
16w montowanych w technologii
Chip-on-Chip stosuje sie warstwo-
wanie podwdjne, przy ktérym
prawdopodobienstwo wystapienia
uszkodzenn jest minimalne.
Poniewaz w przypadku stosowania

ukladéw zamknietych w standardo-

wych obudowach ich wyprowadzenia
sa zbyt krétkie, aby mozna bylo je
dolutowa¢ do wyprowadzenn ukladu
ulokowanego ponizej, zastosowano
specjalne ptytki drukowane (widocz-
ne na fot. 2) tworzace potaczenie
miedzy wyprowadzeniami ukladéw.

Niebagatelna zaleta metody wars-
twowego wytwarzania moduléw pa-
mieci, opracowanej przez Simple-
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Tech, jest to, ze nie jest potrzebny
zaden specjalizowany sprzet - wy-
starczaja typowe narzedzia do
montazu powierzchniowego.

Zastosowania Chip-on-
Chip IC Tower

Aby wykorzysta¢ wszystkie moz-
liwosci wspélczesnych, bardzo
szybkich procesoréw, niezbedne sa
szybkie pamieci o duzej pojemnoéci.
Im wieksza pojemno$é pamieci sys-
temowej, tym lepsze warunki pracy
ma system operacyjny, poniewaz ko-
rzystanie z dysku twardego jest
wowczas ograniczone do minimum.
Zysk na szybkosci dzialania kompu-
tera jest do§¢ duzy, poniewaz czas
dostepu do danych przechowywa-
nych w pamieci DRAM wynosi kil-
ka...kilkanadcie nanosekund, podczas
gdy w przypadku dyskéw sa to za-
zwyczaj mikrosekundy. W odpowie-
dzi na gwaltowny wzrost wymagan
dotyczacych wielkosci i szybkosci
pamieci, firma SimpleTech oferuje
,warstwowe® pamieci DDR w posta-
ci niskoprofilowych modutéw
DIMM, a takze w postaci modutéw
SO-DIMM - kazdy o maksymalnej
pojemnosci do 1 GB.

Prezentowana w artykule techno-
logia SimpleTech IC Tower jest tak-
ze stosowana przy masowym Wwy-
twarzaniu moduléw pamieci DRAM
(typowe aplikacje komputerowe),
Flash (przeno$ne pamieci nieulotne)
oraz SRAM (giéwnie jako cache).
Szczegblnie uzasadnione ekonomicz-
nie jest stosowanie technologii Sim-
pleTech IC Tower w rdéznego
rodzaju modutach Flash, jak np.
CompactFlash, MMGC czy ATA-PC,
poniewaz w aplikacjach mobilnych
szczegblnie istotne jest zachowanie
niewielkich wymiaréw (w tym
zwlaszcza grubosci) obudowy. Na
fot. 3 przedstawiono przykladowe
karty CompactFlash Digital Media
dostepne w wariantach o pojemnos-
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Fot. 3. Karty SimpleTech Compact
Flash o pojemnosci do 1 GB wyko-
nane w technologii Chip-on-Chip

ci do 1 GB. Obecnie sa dostepne
pamieci o maksymalnej pojemnosci:
Compact Flash - karta 1 GB, ATA
PC Card - karta 4 GB, Flash Disk
Module - modut 512 MB, Flash Dri-
ves - dyski Flash o pojemnosci po-
nad 8 GB w obudowach 2,5" i 3,5".
Innymi aplikacjami, czerpiacymi
korzys$ci z prezentowanej technologii,
sa systemy sieciowe i telekomunika-
cyjne, potrzebujace pamieci DRAM
o duzych pojemnosciach, a przy tym
o mozliwie niewielkich wymiarach.
Jak widaé¢, obszaréw stosowania
pamieci o duzych pojemnos$ciach jest
bardzo wiele, a rosnace wymagania
dotyczace ograniczania wymiaréw
urzadzeit wprowadzanych na rynek
wr6za opracowaniu firmy Simple-
Tech dobra przysztosé.
RK

Dodatkowe informacje

Artykut powstat na podstawie materiatow udos-
tepnionych przez firmg QUANTUM Korporacja
Transferu Technologii Sp. z 0.0., www.quantum.-
com.pl, tel. (71) 362-63-56.

Zalety technologii Chip-on-Chip:

O Mozliwo$¢ stosowania jednej petli PLL dla calego bloku
pamieci, co zmniejsza poziom zaklécen EM, zapewnia takze
latwa synchronizacje pracy wszystkich moduléw pamiecio-
wych (zwlaszcza RIMM).

O Brak koniecznosci modyfikowania stosowanych plytek
drukowanych.

0 Procedury testowe nie wymagaja zadnego specjalnego
oprzyrzadowania.

O Zapewnienie krotkiej drogi sygnalu, dzieki montowaniu
ukladow jeden na drugim (wyprowadzenia kazdego ukladu
maja bezposredni kontakt z wyprowadzeniami ukladu
znajdujacego sie pod spodem lub na gorze). Wplywa to na
poziom zaklécen EM i stabilnos¢ pracy modulu pamieciowego.
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